Summary 



A diode 10 is described, having a press- fit base 11, which includes an axially extending 
mounting region 12 for a semiconductor chip 15 and a head wire 15, 17 affixed to the 
5 semiconductor chip. The head wire has a stepped wire connection or a region 21 , which 

forms a sealed housing together with the press-fit base and a sleeve 22. The cavities produced 
in the housing are filled with encapsulating material 23 for stabilizing purposes, 
encapsulating material 23 being present only inside the housing. 
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(57) Abstract: The invention relates to a diode 
(10) comprising a press-in socket (11), which 
has an axially extending fastening area (12) for a 
semiconductor chip (13) and has a top wire (17) 
that is fastened to the semiconductor chip. The 
top wire has a stepped wire termination or an 
area (21) that, together with the press-in socket 
and a sleeve (22), forms a tight housing. The 
resulting cavities inside the housing are filled 
with a filling compound (23) thereby stabilizing 
the housing, whereby the filling compound (23) 
is only located inside the housing. 

(57) Zusammenfassung: Es wird eine Diode 

(10) beschrieben, mit einem Einspresssockel 

(11) , der einen, sich axial erstreckenden 
Befestigungsbereich (12) fiir einen Halb- 
leiterchip (13) aufweist und einen auf dem 
Halbleiterchip befestigten Kopfdraht (17). Der 
Kopfdraht hat einen gestuften Drahtanschluss 
bzw. einen Bereich (21), der zusammen mit 
dem Einpresssockel und einer Hulse (22) 
ein dichtes Gehause bildet. Die auflretenden 
Hohlraume im Gehause sind zur Stabilisierung 
mit Veigussmasse (23) ausgefiillt, wobei die 
Vergussmasse (23) nur innerhalb des Geh^uses 
ist. 



